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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機能ボンディングパッドと、それぞれが互いに直ちに隣接する目標ボンディングパッド
であって、電源に接続されるように指定される第１の目標ボンディングパッドと、接地に
接続されるよう指定される第２の目標ボンディングパッドと、第１の回路配置の電源ある
いは第２の回路配置の接地のいずれかに接続されるように指定される配置目標ボンディン
グパッドを有する複数のボンディングパッドを有する目標ボンディングバッドを含むダイ
と、
　前記ダイを固着するように適用され、ダイの回路を外部デバイスに電気的に接続するリ
ードを含むダイパッケージと、
　前記ダイパッケージ内に含まれるよう配置され、前記複数のボンディングパッドにより
リードと接続するよう構成され、機能リードフィンガ、パワーリードフィンが、接地リー
ドフィンガを含む複数のリードフィンガと、
　前記ダイパッケージ内に含まれるように適合され、前記機能リードフィンガに前記機能
ボンディングパッドをそれぞれ接続する第１の複数のボンディングワイヤと、前記第１お
よび第２の目標ボンディングパッドをそれぞれのパワーおよび接地リードフィンガに接続
する第２の複数のボンディングワイヤと、前記パワーリードフィンガを前記配置目標ボン
ディングパッドに接続する第３のボンディングワイヤと、前記接地リードフィンガを前記
配置目標ボンディングパッドに接続する第４のボンディングワイヤとを含み、
　前記第３および第４のボンディングワイヤの一方は、前記第１あるいは第２の回路配置
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の一方から切り離されるように指定されることを特徴とする多配置半導体デバイス。
【請求項２】
　前記複数のボンディングパッドのそれぞれは、直ちに隣接するボンディングパッドから
均一の距離だけ分離されている請求項１に記載の多配置半導体デバイス。
【請求項３】
　前記機能ボンディングパッドは、前記ダイ回路と前記ダイパッケージの外部の回路との
間でデータを通過させるパッドを有する請求項１に記載の多配置半導体デバイス。
【請求項４】
　前記配置目標ボンディングパッドは、前記第１の目標パッドと前記第２の目標ボンディ
ングパッドとの間に配置される請求項３に記載の多配置半導体デバイス。
【請求項５】
　前記配置目標ボンディングパッドの一つが、プログラムされた機能が可能になるよう指
示するように接続されている請求項１に記載の多配置半導体デバイス。
【請求項６】
　前記配置目標ボンディングパッドの一つがメモリの配置を指示するように接続される請
求項１に記載の多配置半導体デバイス。
【請求項７】
　前記複数のリードフィンガのそれぞれは、前記ダイのパッドに電気的に接続するように
適合化された狭端部を有する請求項１に記載の多配置半導体デバイス。
【請求項８】
　前記複数のリードフィンガのそれぞれには、前記リードに電気的に接続するように適合
化された広端部と、前記ダイのパッドに電気的に接続するように適合された狭端部とを有
する請求項１に記載の多配置半導体デバイス。
【請求項９】
　前記複数のリードフィンガのそれぞれは、テーパ状の中央部と、前記リードと電気的に
接続するように適合化された広端部と、前記ダイのパッドに電気的に接続するように適合
化された狭端部とを有する請求項１に記載の多配置半導体デバイス。
【請求項１０】
　前記機能ボンディングパッドは、入出力パッドを有する請求項１０に記載の多配置半導
体デバイス。
【請求項１１】
　前記配置目標ボンディングパッドの一つは、第１および第２目標ボンディングパッド間
でこれら第１および第２目標ボンディングパッドに隣接して配置される請求項１に記載の
多配置半導体デバイス。
【請求項１２】
　機能ボンディングパッドと、それぞれが互いに直ちに隣接する目標ボンディングパッド
であって、電源に接続されるように指定される第１の目標ボンディングパッドと、接地に
接続されるよう指定される第２の目標ボンディングパッドと、第１の回路配置の電源ある
いは第２の回路配置の接地のいずれかに接続されるように指定される配置目標ボンディン
グパッドを有する複数のボンディングパッドを有する目標ボンディングバッドを含むダイ
と、
　前記ダイを実装し、ダイの回路を外部のデバイスに電気的に接続するリードを含むダイ
パッケージ化手段と、
　前記ダイパッケージ並びに機能リードフィンガ、パワーリードフィンガ、および接地リ
ードフィンガを有しており、前記複数のボンディングパッドのうち選択されたパッドに接
続されるリード接続手段と、
　前記ダイパッケージ内にあり、前記機能ボンディングパッドを前記リード接続手段の機
能リードフィンガに接続する導体接続手段と、
　前記ダイパッケージ内にあり、前記第１および第２の目標ボンディングパッドのそれぞ
れを前記パワーリードフィンガおよび接地リードフィンガのそれぞれと、および前記配置
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目標ボンディングパッドを前記パワーリードフィンガおよび接地リードフィンガに接続す
る導体プログラム手段であって、前記配置目標パッドの前記パワーフィンガおよび接地フ
ィンガへの接続は、前記第１および第２の回路配置のうちの一つでは切り離されるように
指定される導体プログラム手段、とを備えた多配置半導体デバイス。
【請求項１３】
　多配置半導体デバイスを形成する方法であって、
　機能ボンディングパッドと、それぞれが互いに直ちに隣接し、所望の配置に応じて電源
または接地に接続されるよう指定される目標ボンディングパッドを含む複数のボンディン
グパッドであって、電源に接続されるように指定される第１の目標ボンディングパッドと
、接地に接続されるよう指定される第２の目標ボンディングパッドと、第１の回路配置の
電源あるいは第２の回路配置の接地のいずれかに接続されるように指定される配置目標ボ
ンディングパッドを有する複数のボンディングパッドを有するダイを用意する工程と、
　ダイの回路を外部のデバイスに電気的に接続するリードを含むダイパッケージであって
、前記ダイパッケージ内に複数のリードフィンガが含まれ、前記リードフィンガは、前記
リードを前記複数のボンディングパッドと接続するようにされ、前記リードフィンガは機
能リードフィンガ、パワーリードフィンガ、および接地リードフィンガを含むものである
、ダイパッケージ内にダイを実装する工程と、
　前記機能ボンディングパッドを前記機能リードフィンガに接続する工程と、
　前記第１あるいは第２の目標ボンディングパッドを前記電源リードフィンガおよび接地
リードフィンガにそれぞれ接続する工程と、
　前記配置目標ボンディングパッドを電源リードフィンガおよび接地リードフィンガに接
続し、続いて配置目標ボンディングパッドを前記第１および第２の回路配置の一つに対し
て、前記パワーリードフィンガおよび接地リードフィンガの一つから切り離す工程とを備
えた多配置半導体デバイスの配置方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は設定変更可能な集積回路パッケージに連結した半導体ダイ装置へのボンディン
グワイヤおよびボンディングパッドの配置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　半導体デバイスは、外部のソース（回路ボードなど）が供給する電気インパルスを受け
取ってこのインパルスを半導体チップ上の電気回路に導出することで、上記デバイスが使
用されている環境と連通している。半導体チップは、所定の方式で入力端に応答して出力
を生成する。電気パルスの半導体デバイスへの入出力は、通常はリードと呼ばれる電導材
料から成る多経路を介して行われる。
【０００３】
　上記デバイスの従来構造は、半導体ダイをもつように形成され、半導体ダイの縁部には
ボンディングパッドの行があり、これらのボンディングパッドは、半導体ダイの周縁に規
則的に隔置して配置されている。外部ＩＣパッケージや構造に通常固定されている個々の
リードもパターン化されている。各ボンディングワイヤは通常、一本のリードを各ボンデ
ィングパッドに接続している。従来の実施例での個々のリードのパターンでは、各リード
はボンディングパッドの一つに対応し、ダイの縁部にほぼ垂直に配置されている。他の方
式では、ボンディングパッドは、半導体の一つまたは複数の周縁部に沿って形成されてい
る。
【０００４】
　半導体チップが小型化するにつれ、各チップ当りの利用可能な入出力経路の数が制限要
因の一つとなってきた。リードおよびリードフレーム技術が発展するにつれ、リードフレ
ームで利用可能な個々のリードの数をできるだけ増やすのが望ましくなっている。入出力
経路の数を効果的に増やすには、通常は、リードの数とボンディングパッドの数をどちら
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も増加させることである。このことは、ボンディングパッドの内部行をつくることでボン
ディングパッドの数を増加させた場合でもダイが同じ大きさのままでありリードが互いに
ショートできないという事実に抵触してしまう。この方式ではデバイスのピンの数が比較
的多くなり、設計が一層困難になり製造過程での投資の見返りがほとんど無くなる。
【０００５】
　消費市場が進化するにつれ、シリコンの製造元は、ＯＥＭや末端の消費者が最新の機能
を備えた魅力的な製品をつくれるように同じ族のアーキテクチャに属する様々なデバイス
をたくさん提供しなければならなくなっている。市場は、価格の下落を伴って迅速に進展
しているが、単一のチップデバイスに多くの機能を備えることは、ピン数が多くなりデバ
イスの価格が高くなりすぎるために不可能である。ピン数が多くなるのを避ける通常の方
式はインターフェースを多重化することである。一般に、多重化制御は、外部でＶｄｄ（
電源）やＶｓｓ（接地）に接続された専用デバイスピンの配置をコード化することで実現
される。
【０００６】
　多様な機能製品に適用可能な集積回路を製造することで、製造元は多くの利点を利用し
ようとする。多数の形式に設定変更可能な集積回路では、顧客の設計要求に合致できるよ
う柔軟性が増している。こうした回路では型押しおよび製造コストも低下する。各機能製
品の製造中に重複することになる工程のいくつかを単一の設定変更可能な集積回路を製造
することで除去できる。多形式に設定変更可能な集積回路は、さらに、顧客の需要に応え
るように機能の異なる集積回路の網状セットを大量に在庫させておく必要性も低下させる
。
【０００７】
　多機能デバイスの特定の機能や動作方式を選択すると、２つ以上のボンディングパッド
を電気的に接続したり、特定の接続部を削除したり、いくつかの接続部の位置を変えたり
といった多様な接続構成が使用可能になる。２つ以上のボンディングパッドの接続には、
通常、接続ワイヤによる各パッドの各リードへの接続と、デバイスパッケージの外のジャ
ンパワイヤによる２つのリードの結合が含まれる。こうした方式では、相互接続されてい
る各パッド対に２つの接続ワイヤと２つのリードを備え、接続ワイヤが不本意な回路領域
を介して経路設定される必要がある。したがって、接続部が追加され、内部ボンディング
点と接続部ワイヤの数が過剰になるためにデバイスの信頼性が低下し、さらに、パッケー
ジの外に出される機能リードの数が減少してしまう。
【０００８】
　ＩＣの機能性や統合性を劣化させることなく多岐にわたる用途に同じダイを使用するよ
うに製造元の能力をＩＣにより増加させることができれば費用効率のよい多配置可能型Ｉ
Ｃの開発は有益であろう。たとえばワイヤレス通信用のＩＣ市場では、多配置可能型ＩＣ
の第１配置はハンドセット通信者専用で、同じＩＣの第２配置は基地局通信者専用とする
ことができる。他の例では、多配置可能型ＩＣデバイスは、キーパッド走査インターフェ
ースを備えたハンドセット装置用に使用され、同じ多配置可能型ＩＣデバイスを、留守番
電話機能をもつ基地局通信装置として配置を変えて販売可能である。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　したがって、上記の課題と問題点を克服する費用効率のよい多配置可能型ＩＣが必要と
なる。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本願発明の様々な側面は、多配置可能型半導体デバイス、およびダイ上の目標ボンディ
ングパッドを用いてこうしたデバイスを構成する方法に関し、ダイの配置のために上記目
標ボンディングパッドを接続するときには、上記目標ボンディングパッドはそれぞれ互い
に直ちに隣接して、ワイヤ長と設定経路が最小に抑えられている。
【００１１】
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　一実施態様によれば、本発明は、パッド配置ダイを含むダイパッケージを備えた多配置
半導体デバイスに関する。ダイには、機能ボンディングパッドと目標ボンディングパッド
を含む複数のボンディングパッドが設けられており、上記目標ボンディングパッドはそれ
ぞれ互いに直ちに隣接し、所望の配置に応じて電力または接地（例えばＶｄｄまたはＶｓ
ｓ）に接続されるよう指定されている。ダイパッケージはダイを固着し、ダイの回路を外
部のデバイスに電気的に接続するリードを含む。複数のリードフィンガが上記ダイパッケ
ージ内に含まれるように配置され、このリードフィンガは上記複数のボンディングパッド
により上記リードと接続するように構成されている。ボンディングワイヤ回路は、選ばれ
たリードフィンガに上記機能ボンディングパッドをそれぞれ接続する第１の複数のボンデ
ィングワイヤと、上記直ちに隣接する目標ボンディングパッドの少なくとも２つをそれぞ
れＶｄｄまたはＶｓｓに接続する第２の複数の接続ワイヤを含む。上記直ちに隣接する目
標ボンディングパッドをＶｄｄまたはＶｓｓに接続すると、上記多配置半導体デバイスの
上記所望の配置が定まることになる。
【００１２】
　より具体的な実施態様では、上述したように特徴づけられた多配置半導体デバイスは、
ＶｄｄまたはＶｓｓに接続されるよう指定された第１の目標ボンディングパッドと、Ｖｄ
ｄまたはＶｓｓの他方に接続されるよう指定された第２の目標ボンディングパッドと、一
つの回路配置用のＶｄｄと他の回路配置用の他方のＶｓｓに接続されるよう指定された配
置目標ボンディングパッドとを備える。上記配置目標ボンディングパッドは、第１の目標
ボンディングパッドと第２の目標ボンディングパッドとの間に配置される。
【００１３】
　本発明の他の側面は、上記のように特徴づけられた型の多配置半導体デバイスや同様の
型のデバイスを構成する方法に関する。本方法は、機能ボンディングパッドと目標ボンデ
ィングパッドを含む複数のボンディングパッドをダイに設ける工程を備え、上記目標ボン
ディングパッドは、それぞれ互いに直ちに隣接して、所望の構成に応じてＶｄｄまたはＶ
ｓｓに接続されるよう指定される。このダイは、ダイの回路を外部の装置に電気的に接続
するリードを備えたダイパッケージ内に支持されて封入される。上記機能ボンディングパ
ッドは、選択されたリードフィンガに接続され、上記直ちに隣接する目標ボンディングパ
ッドの少なくとも２つがそれぞれＶｄｄまたはＶｓｓに接続される。上記直ちに隣接する
目標ボンディングパッドをＶｄｄまたはＶｓｓに接続すると、上記多配置半導体デバイス
の所望の配置が定まることになる。
【００１４】
　上述した要約は、本発明の各図の実施形態またはあらゆる実施形態を記載するように意
図されてはいない。以下の図面と詳細な説明は、これらの実施形態をより具体的に例示す
るものである。
【００１５】
　本発明は、添付図面に関連して本発明の様々な実施例の以下の詳細な説明を考慮するこ
とでより深く理解できる。
【００１６】
　本発明は様々な修正例と他の形状に変更可能であるが、その特質は図面に例として示さ
れ、以下に詳細に記載される。しかし、その意図は記載される特定の実施形態に本発明を
制限するものではないことを理解されたい。これとは逆に、請求の範囲で規定されるよう
な本発明の精神と範囲内に当てはまるあらゆる修正例と、等価例と、代替例をカバーする
ことを意図するものである。
【００１７】
【発明の実施の形態】
　本発明は、リードシステム用の半導体パッケージ内の半導体ダイ装置に適用される。適
用可能なパッケージには２重インラインパッケージ（ＤＩＰ）と、クァドパッケージと、
ピングリッドアレイ（ＰＧＡ）パッケージ、ボールグリッドアレイ（ＢＧＡ）パッケージ
、平坦パックおよび平面接続デバイス（ＳＭＤ）が含まれるが、こうしたパッケージ等に
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必ずしも制限されるものではない。こうしたパッケージはプラスチック、セラミックまた
は他の適切な材料から形成可能である。本発明による他形式に設定変更可能なＩＣデバイ
スは、上記のパッケージとは別に、リードフレームやリードシステムの一部として、製造
でき、それから半導体パッケージに統合することができる。
【００１８】
　図１に示すように、半導体デバイスにはダイ１０が含まれている。ダイ１０の表面には
均一に隔置された複数のボンディングパッド１４が形成されている。これらのボンディン
グパッドは、たとえば、（プリント式導体を含む）ワイヤボンディング方法により個々の
リード（またはリードフィンガ）１６のパターンに接続されている。ワイヤボンディング
には一般に、薄い導電性ボンディングワイヤ１８（ボンディングワイヤ回路の一部）の一
端が単一リード１６に電気的にボンディングされ、他端がダイ１０の単一ボンディング部
分１４に電気的にボンディングされる。デバイスにはさらにダイパッケージ２０が備えら
れている。ダイパッケージ２０はＩＣ製造のために半導体デバイス全体を支持し、ダイの
回路を外部の装置に電気的に接続するリードを有している。リードフィンガ１６は、ダイ
パッケージ２０によって固着されるように形成され、リードをボンディングパッド１２に
接続するように構成されている。
【００１９】
　図１に開示された実施形態では、リードフィンガ１６ａと１６ｂは、ＩＣと外部装置の
間で入出力と制御データを通過させるための機能リードフィンガである。リードフィンガ
１６ｃはＶｄｄ用で、リードフィンガ１６ｄはＶｓｓ用である。リードフィンガ１６ｃと
１６ｄは、本発明のダイ構成に接続した経路を最小に抑えるように互いに隣接して配置さ
れている。
【００２０】
　このデバイスには、リードフィンガ１６に結合される一連のボンディングパッド１４ａ
～１４ｅが備えられている。リードフィンガ１６ａと１６ｂはパッド１４ａと１４ｂに電
気的に接続され、Ｖｄｄフィンガ１６ｃはパッド１４ｃに接続され、Ｖｓｓフィンガはパ
ッド１４ｄに接続される。本発明の一実施形態によると、デバイスは内部のボンディング
構成により差別化されている。配置パッド１４ｅは、隣接するＶｄｄパッド１４ｃとＶｓ
ｓパッド１４ｄの間に配置されたダイ上に形成されている。配置のコード化は、配置パッ
ド１４ｅをＶｄｄリード１６ｃにボンディングワイヤ１８を介して接続することで組立処
理中に実行される。
【００２１】
　本発明の他の適用として、図２に、図１に示すデバイスの各要素にほぼ類似した要素を
備えたデバイスが開示されている。この実施形態では、配置のコード化は、配置パッド１
４ｅをＶｓｓリード１６ｄに接続して、それによりダイ１４の配置を変えることで組立処
理中に実行される。このシナリオをワイヤレス通信用の前述の例に適用すると、図１に示
すような第１の配置は（キーパッド走査インターフェースを備えた）ハンドセット通信者
用のダイ１４をプログラムし、図２に示すような第２の配置は、（留守番電話機能を備え
た）基地局通信者用の同じダイ１４をプログラムするものである。
【００２２】
　本発明のさらに他の適用では、第１および第２ボンディングパッド配置は、半導体ダイ
が第１または第２メモリ型にアクセス（たとえば、１メガバイトまたは２メガバイトメモ
リダイ）であるかどうかを区別するのに使用される。この方式では、半導体ダイはＣＰＵ
を備えて、ＣＰＵがボンディングパッド構成を読み取って、どのメモリ型が利用可能かを
示すことができる。
【００２３】
　本発明の他の実施形態では、リード１６ｃと１６ｄは、それぞれ最初からパッド１４ｅ
に接続されている。組立処理では、ダイパッケージ２０にダイ１４を封止する前に、所望
の配列になるようにワイヤボンディングの一つが分断される（たとえば、切除または除去
）。
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【００２４】
　本発明のさらに他の実施形態では、例示されたリードフィンガにはテーパー状の中央部
分があり、一端部が広くなっており、他端部が狭くなっている。広くなっている端部はリ
ードに接続され、狭くなっている端部はボンディングパッドに接続されている。
【００２５】
　多形式に設定変更可能なデバイスを形成し構成する方法には、ダイ１０上に一連のボン
ディングパッド１２を形成している半導体ダイ１０を備えることと、ボンディングパッド
１２の中の対応するボンディングパッド１４に電気的に接続される対応するリードフィン
ガ１６を備えることが含まれている。リードフィンガにはＶｄｄ入出力用のリードフィン
ガとＶｓｓ入出力用のリードフィンガが含まれている。リードフィンガの一方（Ｖｄｄま
たはＶｓｓ）から、追加ワイヤにより、ボンディングパッド１２の一部を形成する配置パ
ッドにそのリードフィンガが電気的に接続される。
【００２６】
　他の実施形態では、上記の実施形態に記載されたリードフィンガとパッドは、ダイ１０
の縁部ならびにダイ１０の縁周全体で多重化されて配置可能である。このため、リードフ
ィンガが密度の問題からダイの縁部に対してある角度で配置されなければならない。この
角度は、ダイ上のパッドに接続されるように、垂直方向より０度から４５度を超える。ボ
ンディングパッドは、ダイの縁部に隣接して、内方行と外方行の２行に構成される。これ
らの行はリードフィンガシステムにボンディングされてなければならない。
【００２７】
　したがって、本発明によれば、他の側面のうち、デバイスの内部のボンディング配列を
形成することでＯＥＭまたは最終デバイスを差別化可能な、多形式に設定変更可能な半導
体デバイスが提供される。ユーザによるコード化またはソフトウェア制御を必ずしも必要
とすることなく、この配置は組立処理中に容易に実行される。
しかし、当業者なら、こうした制御や自動化はこうした実施形態に含められる選択機能で
あることが理解されるであろう。本発明の他の態様や実施形態は、本明細書に開示された
本発明の詳細と実施形態を考慮すると当業者には明らかになるであろう。本明細書と図示
された実施形態は例示としてのみ考慮すべきもので、本発明の真の範囲と精神は請求の範
囲に示されているものである。
【００２８】
【発明の効果】
　以上詳述したとおり、本発明によれば、費用効率のよい設定変更可能な多配置半導体デ
バイスが提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　Ｖｄｄへのボンディングにより接続される配置パッドを示す図である。
【図２】　他の適用態様でＶｓｓにボンディングされた同じ配置パッドを示す図である。
【符号の説明】
１０　ダイ
１４　ボンディングパッド
１６　リード
１８　ボンディングワイヤ
２０　ダイパッケージ
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